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前言

　　随着电子工程技术的发展，特别是高速系统的应用，印制电路板的设计方法得到了飞速的发展，
同时，优秀的PCB设计也保证了电路系统的稳定和高效。然而，对于广大初级使用者，迈出第一步往
往非常困难。比如，在许多高校和实验室里，项目开发人员往往自己设计PCB，但由于人员流动性较
大，且学生多缺乏工程经验，因此一本深入浅出的入门级图书显得十分必要。那么，如何才能让初学
者顺利完成自己的第一块印制电路板的设计呢？如何使初学者的处女作能够满足系统性能与制造要求
呢？这是广大初学者入门的最大障碍。作者在这方面感同身受，于是产生了本书的编写初衷：以切身
经历帮助广大初学者迈好第一步。　　按照印制电路设计的特征，初学者要想入门，在懂得电路与系
统的基本原理之后，还需要学会使用CAD软件以及了解。PCBLayout设计。PowerPCB是美
国MentoiGraphics公司推出的印制电路板设计软件。该软件全球的电子工程领域得到了广泛应用，是
当今最优秀的EDA软件之一。我们结合自身的经验，选择了在业内得到广泛应用的PowerPCB5．0这
款PCB设计软件，重点介绍该软件的功能及其操作方法，并详细介绍了PCBLayout的整个使用过程，以
便帮助广大初学者顺利入门。　　本书对’PCB的基本操作以及复杂的高速系统的设计都有所阐述，
循序渐进，既通过通俗易懂的语言帮助初学者理解PCB的相关概念，使读者能够在较短的时间内熟悉
印制电路板的制作流程，掌握使用PowerPCB5．0设计PCB，又通过丰富的实例和技巧为工程技术人员
提供实践参考，对设计高速电路的技术人员也有所帮助。本书从最基本的定义开始讲起，以图文结合
的方式，高效明了地向读者展示PcB的设计过程，内容涉及PCB与原理图的接口、封装的制作、PCB的
布局原则、利用专业布线器布线的方法、层面处理以及实际问题处理等。此外，本书内容全部围绕实
例展开，内容翔实，可操作性强，可加深读者对PCB设计的理解，并在实际的设计中直接借鉴。
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内容概要

《图解PowerPCB轻松入门与提高》以PCB制板的基本概念和操作流程为主线，全面详细地讲解了利
用PowerPCB进行PCB设计的基本流程和实用方法，从PCB的基本操作到高速系统的设计，循序渐进地
进行讲述。《图解PowerPCB轻松入门与提高》通过通俗易懂的语言帮助初学者理解PCB的相关概念，
使读者能够在较短的时间内熟悉印制电路板的制作流程，掌握使用PowerPCB 5.0设计PCB，又通过丰
富的实例和技巧为工程技术人员提供实践参考。
为了方便读者学习，配书光盘收录了部分实例的原理图、PCB文件、PCB元件库以及实例操作过程的
动画演示和语音讲解，便于读者快速、切实掌握PowerPCB设计本领。
《图解PowerPCB轻松入门与提高》主要面向使用PowerPCB进行PCB设计的初学者和自学者，对有一定
经验的电子技术人员也有参考借鉴价值。《图解PowerPCB轻松入门与提高》也可以作为高等学校电子
信息类专业的教学参考用书。
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章节摘录

　　第1章　印制电路板基础知识　　印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）是电子领域应用最为
广泛的构件。人们生活中的几乎所有电器都有PCB组成部分。PCB工艺在近几十年的时问里得到了长
足的发展，生产成本越来越低，而制作质量又大幅度提高，在一定程度上促成了电子产品的大众化
。PCB设计自然成为了电子工程师必备的能力之一。　　与此同时，在各工科学科的学习中也不同程
度地加入了PCB设计。多数学生都需要完成一整套的设计，更有一部分学生可以有机会把自己的PCB
送出制作。PCB的平民化使得越来越多的人需要快速掌握这项技术。　　本章将简单介绍PCB的有关
背景知识。　　1.1　印制电路板的概念　　1.1.1　什么是印制电路板　　印制电路板是电子产品的基
础构件，它是以绝缘材料辅以金属导线而形成的结构性元件。PCB上可以安装集成电路、电阻、电容
、连接器等各种电子元器件。因此，印制电路板是一种提供电子元件连接的平台，用以承接联系元件
的基础。　　印制电路板由绝缘隔热的材料制成，表面及内部印制有细小的金属导线。这些金属导线
是大块的铜箔通过腐蚀处理留下的网状线路，多用印制方式形成供腐蚀的轮廓_故命名为印制电路板
。　　1.1.2　印制电路板的发展　　在印制电路板出现之前，工业上都是依靠电线直接连接而完成完
整的电子线路的组装。而现在，这种方式只是作为有效的实验方法而存在，而印制电路板在电子工业
中已经占据了绝对统治的地位。印制电路板的主要特点就是可以处理复杂电路的布局布线，适合批量
生产，并且能够保证电磁兼容特性，适应了电子产品小型化、高速化、复杂化的发展要求，因此得到
了迅速的发展。　　未来印制电路板的发展方向将跟随集成电路的发展方向，即高密度、高复杂度、
多层化、高速化、表面贴化等技术的发展。
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编辑推荐

　　精彩的多媒体（视频+音频）讲解光盘，让读者学得轻松；实用的学习心得与精辟的技巧总结，
让读者快速提高；从初学者的角度出发，感同身受的写作思路，让读者与作者心灵共鸣。
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